
降压同步整流方式开关稳压器

无需外接元器件便实现了高效率DC/DC

非绝缘型小型3引脚DC/DC转换器
BP5275系列（BP5275-50, BP5275-33, BP5275-25, BP5275-18）

 

采用小型封装（与采用小型封装（与TO-220TO-220相当），无需外接元器件！相当），无需外接元器件！

产品概要产品概要

已成功开发出小型，高性能的「BP5275系列」。依靠采用同步整流方式带来的高效率化，以及高频化带来的元

器件小型化，将DC/DC转换所需的全部元器件纳入模块之内。因此，无需进行版图和电路设计，无需进行散热

设计便可引入DC/DC。
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绝对最大额定值

注1）安装有散热片时最大输出电流可达800mA

　　　项目

输入电压

工作温度范围

保存温度范围

允许最高表面温度

最大输出电流

No.

1

2

3

4

5

符号

Vin

Topr

Tstg

Tcmax

Iomax

额定值

15

-20 to 80

-40 to 85

105

500

　　　备注

DC

环境温度＋模块本身

发热≦Tcmax

注1）

单位

V

mA

利用独创的结构获得优良的散热效果！利用独创的结构获得优良的散热效果！

无需输入输出电容器！所有元器件

均被安装在与TO-220型封装相当

的空间内。因此，其安装面积被缩

小到只有传统的1/6。而且，由于

被制成3引脚LDO，并且引脚可兼

容，所以用户不必更换电路板即可

使用。

采用同步整流方式，实现最高达到采用同步整流方式，实现最高达到9393%的高效率的高效率

使效率与传统产品相比有

大幅度的改善。可以轻而

易举地获得非常高的节能

效果。

输出电压的精度也达到了

±2%的高水平。

采取发热元件能够直接向铝散热片散热的基片结构。不必进行散热设计。

而且，还采用了可以安装散热片的结构，装了散热片就可以提高输出电流。

即使是使用表面贴装型DC/DC转换器IC也需要解决散热问题。BP5275系列的

散热性尤其引人关注，它所需的安装面积已被压缩到最小限度。
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对BP5275系列计划配备输出电压为5.0V、3.3V、2.5V和1.8V的不同型号产品！

单一封装化！

包括输入输出电容器在内的所有元器件均被纳入单一封装内。

本资料所记载的内容只是产品的情况介绍。要使用该产品时，请务必通过别的途径获取规格说明书，进一步确认产品的规格及其性能。本资料
所记载的内容是力求准确无误而慎重编制成的，但万一出现因该内容存在错误或录入排字有差错使用户遭受损失的情况，ROHM不予承担责任。
本资料所介绍的技术内容是产品的典型工作状况和应用电路举例等，对于ROHM或其他公司的知识产权及其他任何所有权利未做明确的、暗示
的准予实施或使用的承诺。如因使用这些技术内容而引发纠纷，ROHM不予承担责任。在输出或向国外提供本资料所介绍的产品及技术中符合
「外汇和外贸法」的产品或技术时，必需取得依照该法发放的许可。
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<截面图>
 <放大图> 铝散热片
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（2层基片，输出功率为2.5W的情况）
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20.0mm
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<尺寸比较>

考虑了散热问题的LSI所需的安装面积（2层基片）

使用LSI时
BP5275

等于传统的

1/6以下

<外形尺寸图> （单位：mm）

BP5275-50

947 *

5.2

2.95

0.252.0

13.6

φ3.2

5.
4

节能 3引脚LDO
引脚兼容

无需设计即可
引人DC/DC化

无需输入
输出电容器


